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Метою роботи є розробка технології виготовлення пристрою комутації потоків даних. 
Технологія виготовлення розроблювального пристрою комутації потоків даних 
повинна бути спрямована на максимальне використання типових технологічних процесів 
виготовлення і зборки, скорочення термінів підготовки виробництва, мінімізацію витрат 
матеріалів, забезпечення мінімальної вартості і високої якості продукції. 
Відповідно до технічного аналізу виріб варто робити, орієнтуючись на серійне 
виробництво. Це накладає визначені обмеження на вибір способу виготовлення, а також на 
застосовуване технологічне устаткування, що комплектують, і матеріали. 
Виготовлення друкованої плати - одержання необхідного рисунка друкованих 
провідників можливо одним із трьох методів: адитивний, субтрактивний і комбінований 
[1]. Субтрактивний хімічний метод найбільш простий, має низьку вартість, добре 
автоматизується, але має істотні недоліки: неможливість металізації отворів, ненадійність 
з'єднання виводу з контактною площадкою, нераціональне використання міді. Адитивній 
хімічний метод дозволяє металізувати отвори, що підвищує надійність монтажу. Також у 
порівнянні із субтрактивним методом у адитивного більша щільність монтажу і 
раціональне використання міді з розчину. Недоліки адитивного методу - тривалий вплив 
хімічної обробки викликає погіршення ізолюючих властивостей діелектрика; низьке 
зчеплення провідників з основою; питомий опір шару вище, ніж у фольги. Комбіновані 
методи виробництва друкованих плат позбавлені від основних недоліків, характерних для 
субтрактивного й адитивного методів, але є більш складними  у своїй реалізації. 
Найбільше доцільно застосувати комбінований адитивний метод виготовлення 
друкованої плати, оскільки при цьому методі виходять якісні провідники і контактні 
площадки. До того ж комбінований позитивний метод є переважним на більшості 
підприємств. 
Комбінований спосіб являє собою сполучення хімічного й електрохімічного способів. 
Вихідним матеріалом служить фольгований із двох сторін діелектрик, бо провідний 
рисунок одержують травленням міді, а металізація отворів здійснюється за допомогою 
хімічного осадження з наступним електрохімічним нарощуванням шарів міді. Пайка 
виводів ЕРЕ виконується за допомогою заповнення припоєм монтажних отворів у платі. 
Міжшарові електричні з'єднання здійснюються через металізовані наскрізні отвори, тому і 
метод виготовлення БДП одержав назву: "метод металізації наскрізних отворів ". 
Розроблювальний пристрій повинен випускатися дрібносерійно. Тому доцільно, щоб 
при виробництві виробу були використані універсальні методи виготовлення і 
технологічні процеси. 
Процес виготовлення блоку містить у собі наступні етапи: виготовлення друкованої 
плати;  нанесення припайної пасти трафаретним методом фірми Multicore; нанесення клею 
на нижній бік плати дозатором під опори; автоматична установка КПМ (автомат 
CP20C/CV); сушіння, полімеризація клею; поворот плати на 180°; автоматична установка 
мікросхем SO та інших КПМ (автомат CP20C/CV); пайка оплавленням припайної пасти в 
конвекційно-інфрачервоній камері NM2632; комплексна підготовка НЕ з осьовими, 
аксіальними виводами до монтажу, установка і пайка вручну на світломонтажному столі; 
функціональний контроль блоку; покриття захисним лаком DCA-200H; контроль ВТК. 
Спочатку на кожному технологічному полі окремо узятого шару з провідним 
рисунком пробиваються базові отвори, за допомогою яких при збірці досягається гарне 




плати може досягати 10. Аналогічні отвори пробиваються в аркушах прокладкової 
склотканини. Прокладкова склотканина являє собою аркуші склотканини з кручених ниток 
діаметром 0,1...0,25 мм, просочених епоксидним лаком ЭД-8-Х. Цей матеріал знаходиться 
в недополімерізованому стані. Час гелеутворення - 5...15 хв. Термін збереження 
прокладкової склотканини - 6 місяців. Після закінчення цього терміну в склотканині 
погіршується здатність до склеювання при пресуванні ЛДП [2]. 
Для забезпечення високої міцності зчеплення поверхні мідних провідників з 
ізолюючими міжшаровими матеріалами необхідно додати їм мікрошорсткість, а ще краще 
створити оксидний шар відповідною хімічною або струминною обробкою розчинами 
травників. 
Збірка пакету виконується в прес-формі шляхом послідовного укладання окремих 
шарів БДП і прокладкової склотканини. Далі слідує пресування. 
Одержання провідників, а також металізація монтажних отворів виконується в 
основному за технологією комбінованого позитивного методу з додатковою обробкою 
стінок отворів для забезпечення міцного зчеплення шарів з торцями контактних площадок 
в окремих шарах. 
Підготовка ДП до пайки здійснюється шляхом зачищення місць пайки еластичними 
колами з абразивним порошком або металевими щітками і знежирення в розчині спирту. 
Захист ділянок плати, не підлягаючих пайці, здійснюється маскою з паперової стрічки, 
просоченої кістковим клеєм. Видалення захисної маски здійснюється зануренням плати на 
0,8 - 0,9 її товщини у ванну з гарячою водою. 
Після одержання провідного рисунка для визначення якості виробу, під яким 
розуміють ступінь його відповідності вимогам креслення, технічним умовам, галузевим і 
державним стандартам, необхідно провести контроль друкованої плати. Основними 
видами контролю є: контроль зовнішнього вигляду, інструментальний контроль 
геометричних параметрів і оцінка точності виконання окремих елементів, визначення 
цілісності струмопровідних ланцюгів і опору ізоляції. 
Нанесення захисного покриття на плату виконується в два етапи: спочатку лудіння 
провідників і металізованих отворів, а потім нанесення полімерного покриття, щоб 
захистити провідний рисунок від зайвого припою під час пайки і щоб захистити провідний 
рисунок від корозії. Від цього покриття захищаються контактні площадки, монтажні і 
перехідні отвори. Після цього на плату наносять маркувальні написи, контури й умовні 
позначки елементів. На цьому закінчується етап виготовлення друкованої плати. 
В якості припайної пасти використовуємо паяльну пасту SN62RM92AGS90 - сплав 
Олово-Срібло-Мідь. Нова припайна паста SN62RM92AGS90 фірмы Multicore призначена 
для безсвинцової пайки, чудово заповнює порожнечі, може наноситися на вертикальні 
поверхні, дозволяє створювати паяні з'єднання навколо теплових трубок і радіаторів. 
Позначення походить від перших букв Sn-Ag-Cu. Розхоже позначення безсвинцових 
паяльних паст. SN62RM92AGS90 означає наступний склад сплаву: Sn96,5%-Ag3,0%-
Cu0,5%. SN62RM92AGS90 забезпечує гарну опірність умовам навколишнього середовища 
і відмінні властивості печаті, високу активність, широкий спектр функцій очищення, 
сумісність з паяльними сплавами без вмісту свинцю. 
В роботі запропонована технологія виготовлення пристрою комутації потоків даних, 
досліджено зміст, послідовність та особливості проведення певних технологічних 
операцій, розглянуто параметри технологічного обладнання та використаних матеріалів. 
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